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TURKIYENIN COK KATMANLI PCB URETIMI
YAPAN iLK VE TEK FABRIKASI!

2010 yillinda galigmalarina Almanya‘da
baslayan firmamiz, 2021 yilinda Turkiye'de
yatirim yapma karari almigtir. 2022'de
tamamlanan modern tesisimiz, 5000 m?
kapali ve 5000 m? agik olarak toplam
10.000 m? alani kapsamaktadir.
Uluslararasi alanda faaliyet gésteren
uzman teknik ekibimizle Ar-Ge projelerine
odaklanan Bayelektrosan, hizla teknoloji
ureterek ihracat potansiyelini artirmayi
hedeflemektedir.

Kurumsal yénetim ilkelerini hedefleyerek
etkin bir yonetim anlayisini benimseyen
firma, mUsteri memnuniyetini 6n planda
tutarak yuksek kalite standartlarina
odaklanmaktadir. Cevre dostu
yontemlerle ig sUreglerini optimize eden
Bayelektrosan, surdurulebilirlik ilkesini
benimsemekte ve toplumsal sorumluluk
bilinciyle yerel topluluklara katki
saglamaktadir. Gelisen teknolojiye yaptigi
yatirimlarla éncu olma vizyonu
dogrultusunda, firma rekabetciligini
artirmayl, inovasyona onculuk etmeyi ve
endustri standartlarini belirlemeyi
amagcglamaktadir.
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Hizmetlerimiz

Prototip Uretimi Gerber Tasarim Elektronik Devre Karti
AR-GE Modernizasyonu

Elektronik Devre Elektronik Devre
Karti Tasarimi Karti Uretimi
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Faaliyet Alanlarimiz

Bayelektrosan’i sektdorde farkli kilan en 6nemli 6zelligi,
altyapi ve makine parkuru ile genis bir hizmet agina
sahip olmasidir.

Bayelektrosan, savunma sanayi ve elektronik cihazlar sektérunde 6ne ¢ikan
bir teknoloji sirketidir. Ozellikle tek ve cok katmanli PCB Uretimi ile birlikte dizgi
islemleri konusunda uzmanlasmistir. Sirketimizi sektorde farkl kilan en dnemli
ozellik, kapsamli altyapisi ve modern makine parkuruyla desteklenen genis bir
hizmet agina sahip olmasidir. PCB Uretiminde yUksek kalite standartlarina
odaklanarak, savunma sanayi ve elektronik cihazlar alanindaki
musterilerimize 6zel ¢cozUmler sunmaktayiz. Ayrica, dizgi igslemlerimizle
musterilerimizin tasarim sureclerini destekleyerek UrUnlerini daha hizli pazara
sunmalarina olanak taniyoruz. Bayelektrosan olarak, sektdrdeki yeniliklere
oncUlUk ederek mUsteri memnuniyetini ©n planda tutuyoruz ve genis hizmet
agimizla musterilerimize kapsaml ¢ézUmler sunuyoruz.
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Uretim Asamalari
“ Film Baski Sureci

Tasarimcilar PCB sematik dosyalarini ¢gikardiktan ve Ureticiler son kontrol0
yaptiktan sonra PCB baskisi basglar. Ureticiler, devre kartlarini basmak igin
PCB'lerin fotograf filmlerini yapan plotter adi verilen &zel bir yazic
kullanirlar. Ureticiler, PCB'leri gérUntUlemek igin filmleri kullanmaktadir.
Plotterlar, PCB tasariminin olduk¢a ayrintili bir filmini saglamak icin yUksek
hassasiyetli baski teknolojisi kullanir. Nihai Urdn, siyah mirekkeple PCB'nin
fotograf negatifine sahip plastik bir tabaka ile sonuclanir. PCB'nin i¢
katmanlari i¢cin siyah mUrekkep, PCB'nin iletken bakir kisimlarini temsil eder.
GoruntinUn kalan net kismi, iletken olmayan malzeme alanlarini belirtir.
Plotter, filmi otomatik olarak gelistirir ve film, herhangi bir istenmeyen temasi
6nlemek igin goUvenli bir sekilde saklanir. Her bir PCB ve lehim maskesi
tabakasi, kendi seffaf ve siyah film tabakasini alir. Toplamda, iki katmanl bir
PCB'nin ikisi katmanlar igin ve ikisi lehim maskesi icin olmak Uzere doért
sayfaya ihtiyaci vardir. Tom filmler birbirine karsilik gelmelidir, uyum iginde
kullanildiklarinda, PCB hizalamasini belirlerler. TUm filmlerin sorunsuz
hizalanmasini saglamak i¢in, tim filmler boyunca kayit delikleri agiimalidir.
En uygun eslesme saglandiginda delik agilir.

o i¢ Katmanlarin Yazdiriimasi

Onceki adimdaki filmlerin olusturulmasi, bir bakir yol figird olusturmayi
amaclamaktadir. Temel PCB bigimi, gekirdek malzemesi epoksi regine ve ayni
zamanda substrat malzemesi olarak da adlandirilan cam elyaf olan bir
laminat levhadan olusur. Laminat, PCB'yi yapilandiran bakirt almak igin ideal
bir gévde gdrevi goérir. Alt tabaka malzemesi, PCB igin saglam ve toza
dayanikh bir baslangi¢ noktasi saglar. Bakir her iki tarafta o6nceden
yapistiriimistir. Bu sUre¢, tasarimi filmlerden ortaya c¢ikarmak icin bakiri
kesmeyi icerir. PCB katmanlarinin temiz Uretimi ¢cok énemlidir. Bakir tarafli
laminat temizlenir ve temiz bir ortama gegirilir. Bu asamada, laminat Uzerine
toz partikillerinin yerlesmemesi ¢ok &nemlidir. Hatali bir kir zerresi aksi
takdirde bir devrenin kisa devre olmasina veya acgik kalmasina neden olabilir.
Daha sonra, temiz panel, foto-direnci adi verilen, 1sida duyarh bir film
katmanini alir. Foto direng, ultraviyole 1siga maruz kaldiktan sonra sertlesen
bir foto reaktif kimyasallar katmanindan olusur. Bu, fotograf filmlerinden
foto-direncine tam bir eslesme saglar. Filmler, laminat panel Uzerinde yerinde
tutan pimlere oturtulur. Isik, filmin berrak kisimlarindan gegerek alttaki
bakirdaki foto direncini sertlestirir. Plotterdan gelen siyah murekkep, isi§in
sertlesmesi gerekmeyen alanlara ulagmasini engeller. Nihai haliyle kalmasi
amaclanan bakir alanlari uygun sekilde &rten direng ile Grin ortaya ¢ikar. Bu
adim yalnizca ikiden fazla katmana sahip kartlar igcin gecerlidir. Basit iki
katmanli kartlar delme islemine atlar. Cok katmanli kartlar daha fazla adim
gerektirir.
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Uretim Asamalari

o istenmeyen Bakirin Asindirma iglemi

Foto direnci kaldiridiginda ve korumak istenen bakiri kaplayan sertlestiriimis
direngle, kart bir sonraki asamaya gecger. Alkalin solisyonun direnci ortadan
kaldirmasi gibi, daha giglU bir kimyasal preparat fazla bakirt agindirir. Bakir
¢bzUcU ¢bzelti banyosu, agiga ¢ikan tum bakirlari uzaklastirir. istenen bakir,
sertlestirilmis 1sik direnci katmaninin altinda tamamen korunmus olarak kalir.
TUOm bakir levhalar esit degildir, bazi daha agir levhalar, daha bUyUk
miktarlarda bakir ¢6zicU ve degisen uzunluklarda maruz kalma gerektirir.
Cogu standart PCB, benzer Ozelliklere dayanir. Artik ¢b&zUcU istenmeyen
bakiri ¢ikardigindan kart Uzerindeki bakirn koruyan sertlestiriimis direng
yikanmalidir. Bu gbérevi baska bir ¢6zUcU gergeklestirir ve kart artik sadece
PCB icin gerekli olan bakir alt tabaka ile kalir.

Kart Katmanlarinin Hizalanmasi

TOm katmanlar temiz ve hazir oldugunda, katmanlarin hepsinin hizalanmasini
saglamak i¢in hizalama zimbalari gerekir. Kayit delikleri, i¢ katmanlar dis
katmanlarla hizalar. Teknisyen, katmanlari optik zimba adi verilen bir
makineye yerlestirir, bu da tam bir uyusmaya izin verir, bdylece kayit delikleri
dogru sekilde delinir. Katmanlar bir kez bir araya getirildikten sonrq, ic
katmanlarda meydana gelen hatalari dizeltmek imk&nsizdir. Baska bir
makine, tamamen kusur olmadigini dodrulamak icin katmanlarda otomatik
bir optik inceleme gerceklestirir. Makine, bir lazer sensérU kullanarak
katmanlari tarar ve dijital gérintUyU orijinal tasarim dosyasiyla elektronik
olarak karsilastirmaya devam eder. Makine tutarsizlik bulursa, karsilastirma
degerlendirmesi i¢in bir monitérde goérUntllenir. Katman incelemeden
gectikten sonra PCB Uretiminin son asamalarina geger.

o Katmanlari Presleme islemi

Bu asamada devre karti sekillenir. Tm ayri katmanlar birlesir. Katmanlar
hazir ve onaylanmis haldeyken, birbirleriyle kaynasmalari yeterlidir. Dig
katmanlar alt tabaka ile birlegsmelidir. islem katman olusturma ve yapistirma
olmak Uzere iki adimda gergeklesir. Dis katman malzemesi, epoksi recine ile
6nceden emprenye edilmis cam elyaf levhalardan olusur. Bunun kisaltmasina
prepreg denir. ince bir bakir folyo, bakir iz gravurleri iceren orijinal alt
tabakanin UstinU ve altini da kaplar. Baglanma, metal kelepcgeli agir ¢elik bir
masa Uzerinde gergeklesir. Katmanlar, masaya tutturulmus pimlere sikica
oturur. Hizalama sirasinda kaymayi 6nlemek icin her sey tam olarak
oturmalidir. Hizalama bir prepreg katmani yerlestirerek baslar. Substrat
tabakasi, bakir levha yerlestiriimeden 6nce prepreg Uzerine oturur. Bakir
tabakanin Ustine baska prepreg tabakalari yerlestirilir. Son olarak, bir
alUminyum folyo ve bakir baski plakasi yigdini tamamlar ve baski sUrecine
gegcilir. TUm islem, otomatik bir sUrece tabi tutulur. Yiginin isitilimasi sdrecini,
basincin uygulanacagi noktayi ve yiginin kontrolll bir hizda sogumasina ne
zaman izin verilecedi otomatik surecle makine tarafindan belirlenir. Ardindan,
belirli bir miktarda paket agma gergeklesir. TUm katmanlarin olusturdugu PCB
aclhr, sabitleme pimleri ¢ikarilir ve Ust baski plakasi ayrilir.
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Uretim Asamalari

Via Delik islemleri

Son olarak, cok katmanl PCB'ye delikler agllir. Delikler ve bakir baglama gibi
daha sonra gelmesi planlanan tim bilesenler, hassas matkap delikleri
sayesinde PCB Uzerine yerlestirilebilir. Matkap hedeflerinin yerini bulmak
icin, bir x-1sini yer belirleyici, uygun sondaj hedef noktalarini tanimliar.
Ardindan, katmanli karti daha spesifik delikler icin sabitlemek Uzere uygun
kayit delikleri acilir. Bir bilgisayar matkabin her mikro hareketini kontrol eder.
Bilgisayarla calisan makine, delmek igin uygun noktalari belirlemek icin
orijinal tasarimdaki delme dosyasini kullanir. Matkaplarda 200.000 rpm'de
ddénen hava tahrikli miller kullanir. Ortalama bir PCB, yUzUn Uzerinde delme
noktasi icerir. Delme sUreci bu nedenle zaman alir. Delikler daha sonra PCB
icin yollar ve mekanik montaj deliklerini barindirir. Delme iglemi
tamamlandiktan sonra, kartin kenarlarini gevreleyen ek bakir bir profilleme
aleti ile cikarilir.

Elektrolize Bakir Kaplama islemleri

Delme isleminden sonra kart kaplamaya geger. islem, kimyasal biriktirme
kullanarak farkli katmanlari bir araya getirir. Kapsamli bir temizlikten sonra
kart bir dizi kimyasal banyodan gecer. Banyolar sirasinda, kimyasal bir
cokeltme islemi, panelin yUzeyi Uzerinde ince bir tabaka (yaklasik bir mikron
kalinliginda) birakir. Bakir, yakin zamanda agilan deliklere girer. Bu adimdan
once, deliklerin i¢ yUzeyi, panelin i¢ kismini olusturan cam elyaf malzemeyi
basitce ortaya ¢ikarir. Bakir banyolar, deliklerin duvarlarini tamamen kaplar.

Dis Katman Goérintileme

Herhangi bir kirleticinin katman yUzeyine yapismasini &nlemek igin
katmanlara steril bir ortamda foto direnci katmani uygulanir. Bir édnceki
asamada istenmeyen tUm Isik direncinin giderildiginden emin olmak i¢in dig
katmanlar incelemeye tabi tutulur.

Elektrolize Dis Katmanin Kaplama islemi

Kaplama Kart, ince bir bakir tabakasi ile elektroliz edilir. Dig katman foto
diren¢ asamasindan kartin acikta kalan bélUmleri bakir elektro-kaplamay!
alir. ilk bakir kaplama banyolarinin ardindan, karta genellikle kalay kaplama
yapilr, bu da kaldiriimak Uzere kart Uzerinde kalan tOm bakirin ¢ikarilmasina
izin verir. Asindirma, istenmeyen bakir folyoyu panelden cikarir.
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Uretim Asamalari

o Son Asindirma islemleri

Kalan diren¢ katmaninin altindaki istenmeyen agikta kalan bakir ¢ikarilir.
Yine fazla bakir ¢ikarmak icin kimyasal solUsyonlar uygulanir. Bu sirada
kalay, degerli bakir korur. iletken alanlar ve baglantilar artik dizgin bir
sekilde kurulmustur.

Lehim maskesi Uygulamasi

Lehim maskesi levhanin her iki tarafina da uygulanmadan énce paneller
temizlenir ve epoksi lehim maskesi mirekkebi ile kaplanir. Kartlar, bir lehim
maskesi fotograf filminden ge¢en bir UV isi§1 alir. Kaplanan kisimlar
sertlesmeden kalir ve ¢ikarilir. Son olarak, kart lehim maskesi i¢in bir firina
geger.

Yizey islemleri

PCB'ye ekstra lehim kabiliyeti eklemek icin, PCB'ler kimyasal olarak altin veya
gUmusle kaplanir.

Serigrafi

Neredeyse tamamlanmis olan kart, PCB ile ilgili tUm bilgileri gdstermekigin
kullanilan, yUzeyine mUrekkep pUskirtmeli yazi alir.



<BAYELEKTROSAN>

Testler

SMT (Solder Paste Inspection)

YUksek Hassasiyet, MUkemmel Kalite:
Sayin Degerli MUsterimiz,

Fabrikomizda, yuksek kaliteli ve guUvenilir PCB
Uretim sUreclerini saglamak adina en son teknoloji
ile donatilmis SMT (Solder Paste Inspection)
makinesini  kullanmaktan  bUyUk  bir  gurur
duyuyoruz.

Neden SMT?

YUksek Hassasiyet ve Hizli inceleme: YUksek ¢6z0OnUrlUKIO kameralari ve hizh igleme
yetenekleri ile PCB'lerdeki lehim pasta uygulamalarini hassas bir sekilde
incelemektedir. Her bir lehim baglantisini detayli bir sekilde analiz edilir ve hizli bir
sekilde gecisler saglanir.

Gercek Zamanl inceleme: Gercek zamanl veri analizi, hatall lehim pasta
uygulamalarini aninda tespit etmeyi saglar. Bu, Uretim sUrecindeki hatalarin
onlenmesine ve duUzeltilmesine olanak tanir.

Coklu inceleme Modlari: Farkli Uretim ihtiyaglarina uygun olarak ¢oklu inceleme
modlari sunar. Bu modlar arasinda miktar kontrolU, sekil dogrulugu ve olgcUmler
bulunmaktadir.

Raporlama ve izleme: Uretim sUrecinin analizi ve iyilestirmesi icin detayl raporlama
ve izleme &zellikleri sayesinde, Uretim verilerini takip edebiliyor ve ayni zaman da
analiz edebiliyoruz..
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Testler

Neden AOI?

YUKSEK PERFORMANSLI A01 KULLANIMI

Gelismis Kalite Kontrol ve GUvenilir PCB Uretimi:
Sayin Degerli MUsterimiz,

Fabrikamizda, ustUn kaliteli ve guvenilir PCB Uretimi
icin  en modern teknolojiyle donatimis AOI
(Automatic Optical Inspection) makinesini
kullanmaktan gurur duyuyoruz. Bu makine, PCB
Uretim suUreglerinde kalite kontrolinU artirmak ve
musterilerimize  mukemmel UrUnler sunmak igin
tasarlanmigtir.

YUksek Verimli Hava Temizleme CézUmU: ic mekanlardaki hava kalitesini artirmak ve
makinenin performansini optimize etmek igin &zel tasarlanmis bir hava temizleme

sistemine sahiptir.

Hassas Filtreleme Sistemi: Cok katmanli filtreleme sistemi, partikil madde, toz, polen,
bakteri ve virUsleri etkili bir sekilde filtreleyerek UrUnlerinizin kalitesini artirr.

YUksek C&zUNnUrlUklo Kameralar: Gelismis kameralar, PCB'lerin her detayini yUksek
¢6zUNUrlukte inceleyerek Uretim hatasini minimize eder.

Bizimle Kaliteyi Kegfedin:

AOI ile gerceklestirilen PCB Uretimi, gUvenilirlik, hassasiyet ve yUksek performansin bir

kombinasyonunu sunar.
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Testler

YUksek Performansli N2 Firini ile PCB
Laminasyonu

Sayin Degerli MUsterimiz,

Fabrikamizda, nitrojen ortaminda gergeklesen PCB
laminasyon sUrecinde en son teknoloji ile
donatimis N2  finnint kullanmaktan  gurur
duyuyoruz. Bu firin, PCB Uretiminde mUkemmel bir
sicaklik kontrolU saglamak ve UrUn kalitesini en Ust
duzeye ¢ikarmak amaciyla tasarlanmistir.

Neden AOI?Neden N2 ?

Hassas Sicaklik KontrolU: N2 Firinlari, PCB laminasyon sUrecinde hassas bir sicaklik
kontrolU saglayarak, UrUnlerinizin istikrarli ve yUksek kaliteli bir sekilde Uretilmesini

saglar.

YUksek Verimlilik: Nitrojen atmosferi, oksijen seviyelerini dUsUrerek yanma ve
oksidasyon riskini azaltir, bdylece UrUnlerinizin yUzey kalitesini artirir .

Bizimle Nitrojen Firini Deneyimi:
N2 ile gerceklestirilen PCB laminasyonu, Ust dUzey sicaklik kontrolU ve UrUn kalitesi

saglar.
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Testler

Yiksek Performansli SPi Makinasi

Fabrikamiz, son teknolojiye dayali PCB Uretimine
odaklanan uzman bir  takim tarafindan
isletiimektedir. En son gelismelerle donatiimis olan
SPi (YUzey Montaj Teknolojisi) makinamiz, yUksek
hassasiyet, hizli Uretim ve gUvenilir sonuglar sunma

Ana Ozellikler:

Yiksek Hassasiyet: SPi makinamiz, mikron dizeyinde

hassasiyetle caligarak bilesen montajinda
muUkemmel uyum saglar.

Hizl Uretim: Gelismis teknolojisi sayesinde, buyUk
Uretim hacimlerini kisa strede isleyerek verimliligi
maksimum seviyeye cikarir.

Esnek Tasarim: Farkli PCB boyutlarina ve
karmasikliklarina uyum saglayabilen moduler
tasarimi ile gesitli Uretim ihtiyaclarini karsilar.

Kursunsuz Lehim Ozellikleri:

Cevre Dostu: Kursunsuz lehimleme ile, cevre dostu

malzemeler Uretilir ve gevresel dizenlemelere uyar.

Yiksek Mukavemet: YUksek mukavemet ozellikleri,
dayanikl ve guvenilir lehimleme sagdlar.

RoHS Uyumlu: RoHS standartlarina uygun olarak

uygulanan kursunsuz lehimimiz, endUstri
gereksinimlerini karsilamaktadir.

Avantajlar

konusunda endUstri standartlarini agmaktadir.

Avantajlar:

Yiksek Kaliteli Sonuclar: SPi makinamiz, kaliteli bilesen
montajl ve lehimleme sagdlayarak Urinlerinizin
performansini artirir. Fabrikanizin ihtiyaglarina uygun
olarak tasarlanmis olan SPi makinamiz, sektérdeki en
son teknolojiyi kullanarak Uretim sureglerinizi optimize
etmemize yardimci olmaktadir.

Yiksek Kaliteli Kursunlu ve Kursunsuz

Lehim Uygulamast:

Fabrikamiz, mUsteri taleplerini kargilamak ve endUstri
standartlarini agsmak igin son teknolojiyi kullanarak
kursunlu ve kurgsunsuz lehim konusunda uzmanlasmistir.
UrOn yelpazemiz, cesitli uygulama alanlari icin
muUkemmel lehimleme ¢ézUmleri sunmaktadir.

Kursunlu Lehim Ozellikleri:

Yuksek Performans: Kursunlu lehimimiz, yUksek erime
ozellikleri ve mUukemmel islanmai ile elektronik
bilesenlerin guvenli bir sekilde baglanmasini saglar.

Dayaniklilik: EndUstri standardina uygun olarak
Uretilen kursunlu lehimimiz, dayaniklihdi ve uzun 6GmurlU
lehimleme sonuglariyla bilinir.

Uyumlu: Farkli lehimleme gereksinimlerini karsilamak
Uzere gesitli alasimlar ve 6zelliklerde mevcuttur

Uzun Omiir: Dayaniklilik ve givenilirlik, Grinlerinizin uzun émuorl olmasini saglar. Fabrikamizin lehimleme
uygulamalari, endUstri normlarina uygunluguyla ve musteri taleplerine yonelik esnek ¢dzUmleriyle éne cikar.
Kursunlu ve kurgunsuz lehim segeneklerimizle, elektronik devre karti Uretim sUrec¢lerimizi daha gUvenli ve gevre

dostu hale getirir.

Esnek Cozimler: Kursunlu ve kursunsuz lehim segenekleri, farkli uygulama alanlarina uyum saglar.

Yiksek Kalite: UrUnlerimiz, yUksek kaliteli lehimleme sonuglari ile mUsteri memnuniyetini artirir.
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Testler

Ustin PCB Kalitesi ve Givenilirlik icin
X-Ray Teknolojisi

Sayin MUsterilerimiz,

Sizlere, PCB Uretim suUrecimizde benzersiz bir kalite
kontrol ¢6zUmuU sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Fabrikomizda en Ust dUzeyde guvenilirlik ve kalite
saglamak amaciyla kullanilan X-ray makinesi ile
tanisin.

Neden X-Ray?

Gelismis Goruntileme Teknolojisi: PCB'lerin i¢ yapisini  yUksek ¢6zUnUrlUkte
goruntUleyerek, mikro detaylarda dahi UstUn bir analiz saglar. Her bir bilesen, lehim
baglantisi ve iz yolu kristal netliginde incelenir.

Yikici Olmayan Test imkani: PCB'lerinizi non-destructive (yikici olmayan) bir sekilde
inceleyerek, Uretim kalitesini artirabilir ve Uron maliyetlerini dusurebilirsiniz.

Gesitli inceleme Modlar: X-Ray, farkl inceleme modiari ile ic katman baglantilari,
lehim kalitesi, bilesen montaj kontrolU ve hat tespiti gibi ¢esitli Uretim ihtiyaglariniza
uygunluk goésterir.

Otomatik Raporlama ve Veri Analizi: Firmamiz bUnyesinde bulunan x-Ray cihazlarinin
Gelismis yazilim &zellikleri sayesinde sizlere, otomatik raporlama ve veri analizi imkani
sunmaktayiz. Bu da Uretim hatalarini hizli bir sekilde tanimlamamiza ve dizeltmemize
yardimci olur.

Bizimle ileti§ime Gegin: Detayll bilgi, fiyatlandirma ve UrUn demosu ig¢in bizimle
iletisime gecmekten ¢cekinmeyin. Sizinle isbirligi yapmaktan ve mikemmel sonuglar
elde etmekten memnuniyet duyariz.

Saygilarimizla,
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Dizgi Hatti

YUzeysel Montaj Teknolojisi
(SMT)

GUclU alt tabaka malzemesinden
yapilmig olan. Esneklikleri ve bUkulmeleri
bUyUk 6lcUde azalir, dolayisiyla
kullanilan elektronik bilesenlerin 6mru
daha vzundur.

Geleneksel Montaj Teknolojisi
(THT)

Delik teknolojisi (THT) olarak da bilinen
geleneksel montaj, SMT montajindan
farkli olarak, musteri intiyaglarina gére
elle gergeklestirilir. Dalga lehimlemeye
ek olarak, IPC standartlarina gére
egitilmis ¢alisanlarimiz tarafindan elle
uygulanan lehimleme teknikleri
kullanilir. Geleneksel THT dUzeneginde,
kablolu veya acik delikli bilesenler
PCB'lerin i¢cine agilan deliklere
yerlestirilir, bunlar daha sonra cesitli
lehimleme teknikleri kullanilarak kart
Uzerine sabitlenir.
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Dizgi Hatt)

SMT Lehimleme

SMT lehimleme islemi yuzeysel montaj
hattinin ilk asamasidir. MUsteri istegine
gore kursunlu veya RoHS uyumlu
lehimlerin kullanilabildigi islemde
lehimleme isleminin uygunlugu HAWK
EYE sistemi tarafindan kontrol
edildikten sonra kart SMT montqj
hattina yonlendirilir.

Dalga Lehimleme

Dalga lehimleme islemini cogunlukla
delik ici komponentleri (THT) lehimlemek
i¢in kullaniyoruz. Cok sayida
komponentin islenmesinde daha hizli ve
uygun maliyetli olan bu yonteme
oncelikle mUsteri kartina uygun
lehimleme sicakligl, PCB daldirma
derinligi, dalga lehim makinesinden
gecis acisi, lehimleme suUresi ve dalga
lehimin tipi uzman ekibimiz tarafindan
belirlenerek gecilir.
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Dizgi Hatti

Elle Lehimleme

Makine lehiminin desteklenmedigi
durumlarda QUIK marka havyalar ile bit
elektronik’in en son IPC A-610
standartlarina gére egitilmis uzman
ekibi devreye girerek elle lehimleme
islemini gerceklestirir.

Konform Kaplama

Baskili devre kartlarinizin toza, neme,
kimyasallara ve asiri sicakliklara karsi
dayanikl olabilmesi igin gevre korumasi
saglar. Malzemenin tipine, kalinhgina ve
kapsamina bagli olarak uygun kaplama
uygulanir.
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Dizgi Hatti

Kablolama

Kablolama faaliyetlerimiz gi¢
kablolari,yusek hizli veri kablolari, basit
atlama kablolari ve karmasik kablo
demetleri montajindan olusmaktadir.

Paketleme

Son kontrolleride yapilmis olan kartlar
statik elektrikten arinmis ortamlarda

: kartiniza uygun sekil ve ebatta

q _ kutularda paketlenerek sevk edilir.

ATTENTION . -

- Contents~ Static Shield B
A iSta :

%Se NSIIVe. won
Handling
Pregautions
Required,
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UriUnlerimiz

Tek Tarafli PCB Karti

TUm devreleri ve bilesenleri
yalnizca bir tarafa monte
edilmis tek katmanli bir alt
tabakadan yapilmis bir PCB
kartini ifade eder.

Cok Katmanli PCB Karti

Cok katmanlh PCB karti ug
veya daha fazla devre karti
katmanindan olusgur,
uygulamaya ve ihtiyac¢lara
bagl olarak.

Cift Tarafli PCB Karti

Adina sadik, bir ¢ift tarafli PCB
kart, alt tabakanin her iki

tarafina elektronik bilesenlerin
monte edildigi karti ifade eder.

Esnek PCB Karti

Sert PCB'lerin aksine, esnek
baskili devre kartlari kolayca
bUkUlebilen malzemelerden
yapilmisgtir, ancak Uretimleri
daha pahali olma egilimindedir.
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UriUnlerimiz

FR4 PCB FR4-Esnek PCB

GUclU alt tabaka malzemesinden Sert esnek devreler, sert PCB'lerin ve
yapilmig olan. Esneklikleri ve esnek PCB'lerin avantajlarini
bUkUlmeleri bUyUk 6lgude azalir, birlestirir, ve birden fazla esnek PCB
dolayisiyla kullanilan elektronik katmanini sert PCB katmanlarina
bilesenlerin 6mrU daha uzundur. baglayarak uygulanir.

By gy C\

AluUminyum PCB Cift Katmanl PCB
AlUminyum veya bakir yuzeyler Adina sadik, bir ¢ift tarafli
kullanan PCB'leri ifade eder, kart, alt tabakanin her iki
Cogu PCB genellikle fiberglastan tarafina elektronik
yapilirken. bilesenlerin monte edildigi

kartl ifade eder.
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Uretim Alanlari
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Makine Parkuru
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Sosyal Medya




Referanslarimiz

SANAYi VE TEKNOLOJI
BAKANLIGI
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Kalite Kontrol Belgeleri

SAYELEKTROSAN

| ZEZE ELEKTRONIK ARASTIRMA
GELISTIRME ENERJI VE ENERJI SISTEMLERI
ITHALAT iHRACAT LIMITED SIRKETi

YOLALTI OSB MEVKIi 1 NOLU SK. NO: 7 iG KAPI NO: 1 YOLALTI KOYU - MERKEZ | BAYBURT

DSR BELGELENDIRME tarafindan denetlenmis ve uygulamakta oldugu
Kalite Yonetim Sisteminin

1ISO 9001:2015

standardina asagidaki kapsamda uymakta oldugu gozlenmistir.

TEK YUZ GIFT YUZ VE GOK KATMANLI, ELEKTRONIK DEVRE KARTLARININ URETIMI,
SMT ISLEMLERI (DIZGI) VE THT DIP DIZGI ISLEMLERI, INSANSIZ HAVA ARACI YAZILIMI

Sertifika No: QMS-23.12.328

18.12.2023 13.12.2023 12.12.2024
Sertifika Tarihi Sertifika Son Basim Tarihi Sertifika Gegerlilik Tarihi
3vil EA Kodu: 19-33

Belgelendirme Periyodu

DSR

CERTIFICATION

ISO 9001:2015 CERTIFIED

ACCREDITED

DSR TEKNIK MUAYENE SERTIFIKASYON Hiz. LTD. ST,
Yesilbaglar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis 2/1 A Blok No:207 PENDIK / iSTANBUL / TURKIYE Tei: +90 216 606 06 35
E-mail: i i com.tr - Weh: www i com.tr
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Kalite Kontrol Belgeleri

1723

CERTIFICATE

ZEZE ELEKTRONIK ARASTIRMA GELISTIRME
ENERJI VE ENERJi SISTEMLERI iITHALAT
IHRACAT LIiMITED SiRKETI

YOLALTI OSB MEVKIii 1 NOLU SK. NO: 7 iC KAPI NO: 1 YOLALTI
KOYU/MERKEZ/BAYBURT/TURKIYE

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope

TEK YOZ CIiFT YUZ VE COK KATMANLI ELEKTRONIK DEVRE KARTLARININ URETiMI,
SMT ISLEMLERI (DIZGI) VE THT DIP DIZGI ISLEMLERI, INSANSIZ HAVA ARACI
YAZILIMI

PRODUCTION OF SINGLE-FACE, DOUBLE-FACE AND MULTI-LAYER ELECTRONIC
CIRCUIT BOARDS, SMT PROCESSES (TYPE) AND THT BOTTOM TYPE PROCESSES,
UNMANN AERIAL VEHICLE SOFTWARE

EA :19-33
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Bu sertifika ile yukarida adi gegen kurulusun Cevre Yonetim Sistemi gerekliliklerini karsiladig tasdik olunur.

This is to certify that the above mentioned company meets the i of Envi 1B System.
Sertifika No / Certification Number -MTS-38243
11k Kayit Tarihi / Date of Initial Reg. :4.06.2024
Basim Tarihi / Date of Certificate :4.06.2024
Gegerlilik Tarihi / Date of Expiry :3.06.2025
Revizyon / Revision 000

Bu sertifika kurulusun belgelendirme sartlaria uymasi ve yilda en az | kez yapilacak olan gézetim denetimlerinin
basanl gegmesi halinde ¢ yillik sertifikasyon periyodu bitis tarihine kadar gecerlidir.
This certificate is valid until the end of the three-year certification period if the organization complies with the certification
requirements and the surveillance audits to be carried out at least once a year are completed successfully.

ACCREDITED
e & Genel Madir / General Manager

MSCB-136
SIGMACERT ULUSLARARAS| BELGELENDIRME EGITIM VE TEST HiZMETLERI LTD. $Ti.
Q Bahgekap Mahallesi Sanayi Bulvar $asmaz Business Plaza No: 18/25 Etimesgut/Ankara
@ wwwsigmacert.comtr 2 belgelendirme@sigmacert.com.tr (,+90 312 385 08 85
YS.FR.129 Rev.02 26.02.2024
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Kalite Kontrol Belgeleri
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KING
CERT

SERTIFIKA
Zeze Elektronik Aragtirma Gelistirme Enerji
ve Enerji Sistemleri ithalat ihracat Ltd. Sti.

Yolalti OSB Mevkii 1 Nolu Sk. No: 7 / 1 Yolalti Kéyii Merkez
Bayburt Tiirkiye

olup ilgili KingCert

1SO 45001:2018

is Saghg: ve Giivenligi Yonetim Sistemi

Kapsam : Tek Yiiz Cift Yiiz ve Gok Katmanl Elektronik Devre Kartlarinin
Uretimi, SMT Islemleri (Dizgi) ve THT Dip Dizgi Islemleri, insansiz Hava Araci
Yazilimi

Yuklnda adi gegen kurulus, asag bir y& i ve ,
I
|
I
|

IAF/EA Kodu: 19,33

IA S Bu sertifil dnvam sun ISO 45001:2018 standardinin gerekliliklerini yerine

getirdigi \ll‘:' KingCert' e kars: olan tiim sorumluluklann tagidig siirece yukanda belirtilen kapsamda
ACCREDITED "%
Management Systems Sertifika Yayin Tarihi : 04.06.2024
Certification Body Sert. Son Basim Tarihi : 04.06.2024
NG Sert. Gegerlilik Tarihi : 03.06.2025
Sert. Periyodu Bitig Tar. : 03.06.2027
Sertifika No : 117169891590

¢ King Ceft International Ce ion Ltd.
King Cert International Director
Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
BIC I1ZOT FL.6., Office No: 603 King Cert Ltd., bu adi gegen uygun bir ydnetim

1784 Sofia Bulgaria gsistemine uhlp oldugunu belgeler. Sistem etkin bir sekilde ve gézetim her yil yapildigs miiddetge bu
Info@KingCert.com - sertifika i yil boyunca gegeriidir. Sertifika’ nin gegerlligi www.KingCert.com m.m« sayfasindan kontrol edilebilir. Bu sertifikanin
FR.25/01.09.2016 / 01.08.2023 / 04  miilkiyet hakki King Cert Ltd." ye aittir ve
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+90 (312) 250 0 250

info@bayelektrosan.com

Ankara Merkez Ofis

Turgut Ozal Mah. 1940. Cd. No: 81/45
Kat:10 Kurugayirli Tower Batikent/
Yenimahalle/Ankara

Fabrika Adresi

Organize sanayi Bolgesi 1
nolu sok.no:7 i¢ kapi no:l
MERKEZ/BAYBURT

Teknokent Ofis

Universiteler Mh., Hacettepe
Universitesi Teknokent, 1596. Cadde, 6.
Arge Bloklari C Blok Bina No: 6C Zemin
Kat No :11 06800 Cankaya/Ankara

@ www.bayelektrosan.com
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